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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂層と、フッ素樹脂含有ポリイミド層と、金属層とを含む積層体であって、
　前記樹脂層と前記金属層とは、前記フッ素樹脂含有ポリイミド層を介して接合され、
　前記フッ素樹脂含有ポリイミド層は、ポリイミド成分とフッ素樹脂成分とが均一に混合
して形成され、
　前記樹脂層は、ポリイミドからなり、
　前記フッ素樹脂含有ポリイミド層が、フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を用
いて形成されており、
　前記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物が、水性ポリイミド前駆体と、フッ素
樹脂と、水とを含み、前記水性ポリイミド前駆体と、前記フッ素樹脂と、前記水とが均一
に混合しているフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物であることを特徴とする積層
体。
【請求項２】
　前記フッ素樹脂含有ポリイミド層と前記金属層との間に熱溶着可能なフッ素樹脂層を更
に含む請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記フッ素樹脂層は、テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル
共重合体（ＰＦＡ）及びテトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体（
ＦＥＰ）から選ばれる少なくとも一つを含む請求項２に記載の積層体。



(2) JP 6576113 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記金属層は、銅箔からなる請求項１～３のいずれか１項に記載の積層体。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の積層体を含むことを特徴とするプリント配線基板
。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物及びそれを用いた積層体とプリ
ント配線基板、並びにその積層体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器内に設けられるプリント配線基板については、電子機器の小型化、軽量
化、薄型化に伴い、更なる高性能化、高密度化が要求されている。このプリント配線基板
は、通常、絶縁体である樹脂層と、導体である金属層とを接着層を介して積層した積層体
として製造される。例えば、特許文献１には、ポリイミドフィルムと銅箔とをエポキシ系
接着剤で接着した３層型ＣＣＬが提案されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ポリイミド層と銅箔とを直接接着させた２層型ＣＣＬが提案さ
れている。
【０００４】
　更に、特許文献３には、非熱可塑性ポリイミド層と銅箔とを熱可塑性ポリイミド層を介
して接着させた擬似２層型ＣＣＬが提案されている。
【０００５】
　また、特許文献４には、ポリイミドフィルムの表裏両面に溶融タイプのフッ素樹脂であ
るテトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）をコーティン
グし、又はラミネートして高い耐熱性と優れた耐薬品性及びガスバリヤ性を備えた銅張り
積層板用積層フィルムが提案されている。特許文献４では使用場所を選ばず、更に他部品
の搭載も可能なプリント配線板を提供できるとされている。しかし、電気特性については
触れられていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－３０８６８６号公報
【特許文献２】特開２０１０－１２５７９３号公報
【特許文献３】特開２０１２－１４０５６８号公報
【特許文献４】実開平７－２６１２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１～４に記載されている従来の３層型ＣＣＬ、２層型ＣＣＬ、擬似２
層型ＣＣＬ等は、近年の電子機器の高機能化により要求されるＣＣＬの低誘電率化、低誘
電正接化に対応できないという問題がある。即ち、フレキシブルプリント配線基板（ＦＰ
Ｃ）では、デバイスの高集積化・薄肉化に伴い、現状の２層型ＣＣＬ、３層型ＣＣＬより
更に信号伝達損失を低下させる必要があるため、誘電率・誘電正接のより低いＣＣＬ材料
が要望されている。また、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体
（ＦＥＰ）をポリイミドフィルムに被覆積層したタイプの基板材料でも、広い周波数、特
に高周波領域での電気特性（誘電正接）に課題がある。
【０００８】
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　本発明は、上記問題を解消するためになされたものであり、プリント配線基板等を製造
するためのフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物、特にポリテトラフルオロエチレ
ン（ＰＴＦＥ）含有水性ポリイミド前躯体組成物、及びそれを用いた積層体とプリント配
線基板、並びにその積層体の製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物は、水性ポリイミド前駆体と、フ
ッ素樹脂と、水とを含み、前記水性ポリイミド前駆体と、前記フッ素樹脂と、前記水とが
均一に混合していることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の積層体は、樹脂層と、フッ素樹脂含有ポリイミド層と、金属層とを含む
積層体であって、前記樹脂層と前記金属層とは、前記フッ素樹脂含有ポリイミド層を介し
て接合され、前記フッ素樹脂含有ポリイミド層は、ポリイミド成分とフッ素樹脂成分とが
均一に混合して形成され、前記フッ素樹脂含有ポリイミド層が、上記本発明のフッ素樹脂
含有水性ポリイミド前駆体組成物を用いて形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明のプリント配線基板は、上記本発明の積層体を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の積層体の第１の製造方法は、樹脂層と、フッ素樹脂含有ポリイミド層と
、金属層とを含む積層体の製造方法であって、上記本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミ
ド前駆体組成物を調製する工程と、樹脂フィルム及び金属箔の少なくとも一方に前記フッ
素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を塗布する工程と、塗布した前記フッ素樹脂含有
水性ポリイミド前駆体組成物を介して前記樹脂フィルム及び前記金属箔を積層して積層体
前駆体を形成する工程と、前記積層体前駆体を２００℃以上４００℃以下で加熱して前記
フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を硬化させることによりフッ素樹脂含有ポリ
イミド層を形成し、前記フッ素樹脂含有ポリイミド層を介して前記樹脂フィルムと前記金
属箔とを接合する工程とを含むことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の積層体の第２の製造方法は、樹脂層と、フッ素樹脂含有ポリイミド層と
、フッ素樹脂層と、金属層とを含む積層体の製造方法であって、上記本発明のフッ素樹脂
含有水性ポリイミド前駆体組成物を調製する工程と、樹脂フィルムに前記フッ素樹脂含有
水性ポリイミド前駆体組成物を塗布する工程と、塗布した前記フッ素樹脂含有水性ポリイ
ミド前駆体組成物の上に熱溶着可能なフッ素樹脂を塗布し、２５０℃以上４００℃以下で
加熱して前記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物及び前記フッ素樹脂を各々硬化
及び焼成させることによりフッ素樹脂含有ポリイミド層及び熱溶着可能なフッ素樹脂層を
形成する工程と、前記フッ素樹脂含有ポリイミド層及び前記フッ素樹脂層を介して前記樹
脂フィルムと金属箔とを積層して積層体前駆体を形成する工程と、前記積層体前駆体を３
００℃以上４００℃以下で加熱して前記フッ素樹脂層と前記金属箔とを接合する工程とを
含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を用いることにより、低誘電率、
低誘電正接、低伝送損失等の特性に優れ、信頼性の高い積層体及びそれを用いたプリント
配線基板を提供できる。また、上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物は水性で
あるため、油性の組成物に比べて、環境性や取扱性に優れている。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（実施形態１）
　先ず、本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物について説明する。本発明
のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物は、水性ポリイミド前駆体と、フッ素樹脂
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と、水とを含み、上記水性ポリイミド前駆体と、上記フッ素樹脂と、上記水とが均一に混
合していることを特徴とする。
【００１６】
　本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物は、水性であるため、市販されて
いるフッ素樹脂粒子の水性分散体を安定性良く均一に混合して用いることができる。上記
水性ポリイミド前駆体と、上記フッ素樹脂と、上記水とを均一に混合したフッ素樹脂含有
水性ポリイミド前駆体組成物とすることにより、上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆
体組成物を用いて作製したＣＣＬ等の特性を均質にできる。
【００１７】
　また、本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物は、フッ素樹脂を含んでい
るため、例えば、本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を接着剤として用
いた場合、ＣＣＬ全体及びそのＣＣＬを用いたＦＰＣ全体の低誘電率化及び低誘電正接化
を行うことができる。これにより、上記接着層を有する積層体、例えばＣＣＬ、ＦＰＣの
厚さを薄くできる。また、上記接着層の低誘電率化及び低誘電正接化により、上記接着層
を有する積層体の伝送損失を低下できる。
【００１８】
　上記フッ素樹脂の含有量は、電気特性向上のため、上記水性ポリイミド前駆体と上記フ
ッ素樹脂との合計重量に対して１０重量％以上であることが好ましく、２０重量％以上が
より好ましい。一方、上記フッ素樹脂の含有量が多すぎると、本発明のフッ素樹脂含有水
性ポリイミド前駆体組成物を、例えばポリイミドフィルムの接着剤として用いた場合、接
着層の接着力が低下する傾向にあるので、上記フッ素樹脂の含有量は、上記水性ポリイミ
ド前駆体と上記フッ素樹脂との合計重量に対して８０重量％以下であることが好ましい。
【００１９】
　上記水性ポリイミド前駆体については、特に限定されないが、ポリアミック酸塩の水溶
液を用いることができる。上記ポリアミック酸塩の水溶液は次のようにして作製できる。
【００２０】
　先ず、テトラカルボン酸２無水物とジアミンとを原料に、溶媒中で等モルで重合させ、
ポリアミック酸を作製する。上記テトラカルボン酸２無水物としては、例えば、ピロメリ
ット酸無水物（ＰＭＤＡ）、ビフェニルテトラカルボン酸無水物（ＢＰＤＡ）等を用いる
ことができる。上記ジアミンとしては、例えば、Ｎ，Ｎ’－ジアミノジフェニルエーテル
（ＯＤＡ）、Ｐ－ジアミノベンゼン（ＰＰＤ）等を用いることができる。上記溶媒として
は、例えば、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等を用
いることができる。ポリアミック酸のＮＭＰ溶液は市販されている。また、粉状のポリア
ミック酸も市販されている。
【００２１】
　次に、上記ポリアミック酸と、アンモニア水又は有機アミン化合物とを反応させてポリ
アミック酸塩とし、このポリアミック酸塩を水に溶解させることにより、ポリアミック酸
塩の水溶液を作製することができる。
【００２２】
　上記有機アミン化合物としては、水に溶解する有機アミン化合物であれば特に限定され
ず、例えば、メチルアミン、エチルアミン、ｎ－プロピルアミン、２－エタノールアミン
、２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール等の第１級アミン；ジメチルアミン、２－
（メチルアミノ）エタノール、２－（エチルアミノ）エタノール等の第２級アミン；２－
ジメチルアミノエタノール、２－ジエチルアミノエタノール、１－ジメチルアミノ－２－
プロパノール等の第３級アミン；テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、テトラエチ
ルアンモニウムヒドロキサイド等の第４級アンモニウム塩等を用いることができる。
【００２３】
　上記フッ素樹脂としては、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラ
フルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、テトラフ
ルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）及びテトラフルオロエチ
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レン－パーフルオロメチルビニルエーテル（ＭＦＡ）からなる群から選択される少なくと
も１つを使用できる。中でもＰＴＦＥは、電気特性の点で好ましい。
【００２４】
　上記フッ素樹脂は、粉体、水分散体等の形態で供給することができ、特に上記に列挙し
たフッ素樹脂の水性ディスパージョンから供給することが好ましい。上記水性ポリイミド
前駆体と上記水性フッ素樹脂ディスパージョンとの混合が容易となるからである。
【００２５】
　本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物の製造方法は特に限定されず、所
定量の上記水性ポリイミド前駆体と、上記フッ素樹脂と、上記水とを室温で混合すればよ
い。また、上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物には、必要に応じて、界面活
性剤；シリカ、シランカップリング剤等の無機材料；エポキシ等の有機材料等を添加する
ことができる。更に、上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物には、水と混合可
能なＮＭＰ、ＤＭＦ、ＤＭＳＯ等の極性溶媒を少量配合することもできる。
【００２６】
　本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物の用途については特に限定されな
いが、例えば、ＣＣＬ、プリント配線基板等に用いる積層体形成用接着剤、カバーレイ用
接着剤、ＩＣチップ用接着剤、ＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　ｆｉｌｍ）用接着剤等としての
用途が挙げられる。
【００２７】
　（実施形態２）
　次に、本発明の積層体について説明する。本発明の積層体は、樹脂層と、フッ素樹脂含
有ポリイミド層と、金属層とを備える積層体である。また、上記樹脂層と上記金属層とは
、上記フッ素樹脂含有ポリイミド層を介して接合され、上記フッ素樹脂含有ポリイミド層
は、ポリイミド成分とフッ素樹脂成分とが均一に混合して形成され、上記フッ素樹脂含有
ポリイミド層が、実施形態１で説明した本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組
成物を用いて形成されていることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の積層体の接着層はフッ素樹脂を含んでいるため、積層体の低誘電率化及び低誘
電正接化を行うことができる。これにより、積層体の厚さを薄くできる。また、接着層の
低誘電率化及び低誘電正接化により、積層体の伝送損失を低下できる。
【００２９】
　上記樹脂層の材質は特に限定されず、例えば、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホ
ン等を用いることができるが、特にポリイミドが好ましい。ポリイミドは、機械的強度が
大きく、ガラス転移温度が高く、化学的分解耐性及び熱的分解耐性が大きく、高い絶縁耐
性を有しているからである。
、　
【００３０】
　上記金属層の材質は特に限定されず、銅、アルミニウム、銀、ニッケル、チタン等を使
用できるが銅が好ましく、具体的には電気伝導性が高い銅箔が好ましい。
【００３１】
　上記積層体は、上記フッ素樹脂含有ポリイミド層と上記金属層との間に熱溶着可能なフ
ッ素樹脂層を更に備えることができる。これにより、上記フッ素樹脂含有ポリイミド層の
中のフッ素樹脂の配合量が多い場合でも上記金属層との接着力を向上できる。
【００３２】
　上記熱溶着可能なフッ素樹脂層を構成するフッ素樹脂としては、上記金属層と熱溶着可
能なフッ素樹脂であれば特に限定されないが、テトラフルオロエチレン－パーフルオロア
ルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）及びテトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロ
プロピレン共重合体（ＦＥＰ）から選ばれる少なくとも一つが好ましい。これらは溶融流
動性を有し、上記金属層との熱溶着が可能だからである。
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【００３３】
　また、上記熱溶着可能なフッ素樹脂層には、上記積層体の耐リフロー性を向上するため
に、溶融温度の高いポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリイミド等の耐熱樹脂
やシリカ等の無機フィラーを添加してもよい。
【００３４】
　次に、本発明の積層体の製造方法について説明する。本発明の積層体の第１の製造方法
は、実施形態１で説明した本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を調製す
る工程と、樹脂フィルム及び金属箔の少なくとも一方に上記フッ素樹脂含有水性ポリイミ
ド前駆体組成物を塗布する工程と、塗布した上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組
成物を介して上記樹脂フィルム及び上記金属箔を積層して積層体前駆体を形成する工程と
、上記積層体前駆体を２００℃以上４００℃以下で加熱して上記フッ素樹脂含有水性ポリ
イミド前駆体組成物を硬化させることによりフッ素樹脂含有ポリイミド層を形成し、上記
フッ素樹脂含有ポリイミド層を介して上記樹脂フィルムと上記金属箔とを接合する工程と
を備えることを特徴とする。
【００３５】
　また、本発明の積層体の第２の製造方法は、実施形態１で説明した本発明のフッ素樹脂
含有水性ポリイミド前駆体組成物を調製する工程と、樹脂フィルムに上記フッ素樹脂含有
水性ポリイミド前駆体組成物を塗布する工程と、塗布した上記フッ素樹脂含有水性ポリイ
ミド前駆体組成物の上に熱溶着可能なフッ素樹脂を塗布し、２５０℃以上４００℃以下、
好ましくは３００℃以上４００℃以下、更に好ましくは３５０℃以上４００℃以下で加熱
して上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物及び上記フッ素樹脂を各々硬化及び
焼成させることによりフッ素樹脂含有ポリイミド層及び熱溶着可能なフッ素樹脂層を形成
する工程と、上記フッ素樹脂含有ポリイミド層及び上記フッ素樹脂層を介して上記樹脂フ
ィルムと金属箔とを積層して積層体前駆体を形成する工程と、上記積層体前駆体を３００
℃以上４００℃以下、好ましくは３５０℃以上４００℃以下で加熱して上記フッ素樹脂層
と上記金属箔とを接合する工程とを備えることを特徴とする。
【００３６】
　上記樹脂フィルムは、ポリイミドフィルムであることが好ましく、上記金属箔は、銅箔
であることが好ましい。
【００３７】
　（実施形態３）
　次に、本発明のプリント配線基板について説明する。本発明のプリント配線基板は、実
施形態２で説明した積層体を備えていることを特徴とする。本発明のプリント配線基板は
、本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を用いて作製した積層体を備えて
いるため、伝送損失の低い薄膜プリント配線基板を提供できる。また、本発明のプリント
配線基板は、本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を用いて作製した積層
体を備えているため、樹脂層とフッ素樹脂含有ポリイミド層と金属層とを備える積層体の
接着強度が大きく、フレキシブルプリント配線基板としてもその耐久性を維持できる。
【実施例】
【００３８】
　以下、実施例に基づき本発明を説明する。
【００３９】
　（実施例１）
　ポリイミド前駆体であるポリアミック酸（山曹ミクロン社製、“ＰＩＡ”）１４ｇを、
界面活性剤であるオクチルフェノールエトキシレート６％を含む純水６５ｇに分散させ、
この分散液に濃度２８％のアンモニア水６ｇを添加し、攪拌することによりポリイミド前
駆体水溶液（ポリアミック酸塩水溶液）を得た。
【００４０】
　次に、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）の水性ディスパージョン（ダイキン工
業社製、“Ｄ－２１０Ｃ”）３８gを上記ポリイミド前駆体水溶液に添加し、撹拌混合し
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て、フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体溶液を調製した。続いて、上記フッ素樹脂含有
水性ポリイミド前駆体溶液を厚さ２ｍｍのステンレス鋼板へ塗布し、１００℃で１５分間
乾燥後、３８０℃で２０分間焼成を行い、ステンレス鋼板（金属層）とフッ素含有ポリイ
ミド層からなる積層体を得た。上記積層体のフッ素含有ポリイミド層の厚さは１２μｍで
あった。
【００４１】
　（実施例２）
　ポリアミック酸の使用量を９ｇに変更し、オクチルフェノールエトキシレート６％を含
む純水の使用量を４３ｇに変更し、アンモニア水をジメチルアミノエタノール４ｇに変更
し、ＰＴＦＥの水性ディスパージョンの使用量を６７ｇに変更した以外は、実施例１と同
様にして積層体を作製した。上記積層体のフッ素含有ポリイミド層の厚さは１２μｍであ
った。
【００４２】
　（実施例３）
　ポリアミック酸の使用量を６ｇに変更し、オクチルフェノールエトキシレート６％を含
む純水の使用量を２６ｇに変更し、アンモニア水の使用量を２ｇに変更し、ＰＴＦＥの水
性ディスパージョンの使用量を９１ｇに変更した以外は、実施例１と同様にして積層体を
作製した。上記積層体のフッ素含有ポリイミド層の厚さは３５μｍであった。
【００４３】
　（実施例４）
　ポリアミック酸の使用量を１５ｇに変更し、オクチルフェノールエトキシレート６％を
含む純水の使用量を６９ｇに変更し、アンモニア水の使用量を６ｇのままとし、ＰＴＦＥ
の水性ディスパージョンに代えてテトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニル
エーテル共重合体（ＰＦＡ）の水性ディスパージョン（ダイキン工業社製“ＡＤ－２”）
３２ｇを用いた以外は、実施例１と同様にして積層体を作製した。上記積層体のフッ素含
有ポリイミド層の厚さは１６μｍであった。
【００４４】
　（実施例５）
　ポリアミック酸の使用量を１５ｇに変更し、オクチルフェノールエトキシレート６％を
含む純水の使用量を６９ｇに変更し、アンモニア水の使用量を６ｇのままとし、ＰＴＦＥ
の水性ディスパージョンに代えてテトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共
重合体（ＦＥＰ）の水性ディスパージョン（ダイキン工業社製“ＮＤ－１１０”）２９ｇ
を用いた以外は、実施例１と同様にして積層体を作製した。上記積層体のフッ素含有ポリ
イミド層の厚さは８μｍであった。
【００４５】
　（実施例６）
　ポリイミド前駆体であるポリアミック酸（山曹ミクロン社製、“ＰＩＡ”）１５ｇを、
オクチルフェノールエトキシレート６％を含む純水７０ｇに分散させ、この分散液に濃度
２８％のアンモニア水６ｇを添加し、攪拌することによりポリイミド前駆体水溶液（ポリ
アミック酸塩水溶液）を得た。
【００４６】
　次に、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）の水性ディスパージョン（ダイキン工
業社製、“Ｄ－２１０Ｃ”）２７gを上記ポリイミド前駆体水溶液に添加し、撹拌混合し
て、フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体溶液を調製した。続いて、テトラフルオロエチ
レン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）の水性ディスパージョン
（ダイキン工業社製“ＡＤ－２”）を厚さ２ｍｍのステンレス鋼板へ塗布し、更にその上
に上記フッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体溶液を塗布し、１００℃で１５分間乾燥後、
３８０℃で２０分間焼成を行い、ステンレス鋼板（金属層）とフッ素樹脂層とフッ素含有
ポリイミド層からなる積層体を得た。上記積層体のフッ素含有ポリイミド層の厚さは２５
μｍであった。
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　（比較例１）
　ポリイミド前駆体水溶液を含まないポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）の水性デ
ィスパージョン（ダイキン工業社製、“Ｄ－２１０Ｃ”）のみを厚さ２ｍｍのステンレス
鋼板へ塗布し、１００℃で１５分間乾燥したところ、ステンレス鋼板の上にＰＴＦＥ粉末
が生じ、ＰＴＦＥ層は形成されず、ステンレス鋼板（金属層）とＰＴＦＥ層からなる積層
体を得ることができなかった。
【００４８】
　（比較例２）
　ポリイミド前駆体であるポリアミック酸（山曹ミクロン社製、“ＰＩＡ”）１５ｇを、
オクチルフェノールエトキシレート６％を含む純水７０ｇに分散させ、この分散液に濃度
２８％のアンモニア水６ｇを添加し、攪拌することによりポリイミド前駆体水溶液（ポリ
アミック酸塩水溶液）を得た。
【００４９】
　次に、上記ポリイミド前駆体水溶液のみを厚さ２ｍｍのステンレス鋼板へ塗布し、１０
０℃で１５分間乾燥後、３８０℃で２０分間焼成を行い、ステンレス鋼板（金属層）とポ
リイミド層からなる積層体を得た。上記積層体のポリイミド層の厚さは５μｍであった。
【００５０】
　上記実施例１～６及び比較例１～２の積層体について電気特性を次のように評価した。
即ち、積層体を電極に接続し、電圧１００Ｖ、周波数１ｋＨｚの交流を印加して電極間に
蓄えられる電気容量（キャパシタンス）を、ＡＤＣＭＴ製のデジタル超高抵抗計／微小電
流計５４５０／５４５１を用いて測定し、積層体の比誘電率（εr）及び誘電正接（ｔａ
ｎδ）を算出した。上記結果を表１に示す。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　表１から、本発明の実施例１～６の積層体は、接着層にフッ素樹脂を含まない比較例２
に比べて、誘電率（εr）及び誘電正接（ｔａｎδ）が低いことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明のフッ素樹脂含有水性ポリイミド前駆体組成物を用いることにより、低誘電率、
低誘電正接、低伝送損失等の特性に優れた積層体及びそれを用いたプリント配線基板を提
供できる。
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